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Leiterplattenhersteller aus der Luft- & 
Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik 
setzen ihr Vertrauen auf Ventec’s AS9100 
Rev C-akkreditierte Lieferkette für 
hochzuverlässige Basismaterialien und 
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Ventec - Ihr strategischer Partner für Ihre 
sicherheitskritische Lieferkette!

Ventec International Group 
T: +49 (0)6352 75326-0  
E: contact@ventec-europe.com  

  Follow @VentecLaminates

Höchste 
Qualitätsstandards für 
Aerospace & Defense 
durch AS9100 Rev C 
Zertifizierung

www.venteclaminates.com 
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